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 燃焼合成は，燃焼過程と合成過程が同時に進行し，無機化合物の生成反応熱を積極的に利用した材料製
造プロセスです．燃焼合成法は超高温炉等の特別な装置を必要とせず短時間での素材合成と同時焼結を可
能とし，製品の純度も優れているという特徴もあり，簡便性と経済性における利点を備えています．本来
的に制御が難しく応用範囲が限られる現状にありますが，その優れた特徴から大きな可能性を秘めたプロ
セスとして各方面で研究がすすめられています．このことから，ニューセラミックス誌に連載した記事を
もとに「燃焼合成の化学」を 1992年に出版しました．しかしながら，以降に燃焼合成に関する出版物が少
ないことから，絶版後も復刻の要望があり，高速焼結技術（2）に再編収録いたしました． 

 一方，常温衝撃固化は，常温・固体状態のセラミックス微粒子がポア無く高密度，高強度に衝突付着す
る現象で高温の熱処理を伴わないため，ナノ組織の結晶構造，複合構造をもつセラミックス膜を形成でき
るなどの利点があります．乾式の微粒子ビーム噴射による成膜法は，溶射法などの従来噴射コーティング
技術では余り検討されてこなかった原料微粒子特性に着目することで，高密度，高強度で電子材料にも応
用可能性が示されました．今一度，その原理と特徴を見直し，従来技術では手薄な数ミクロン以上の厚膜
や微小構造が必要とされる各種電子デバイス，セラミックス部品などへの用途展開がなされています．ま
た，材料組織がナノスケールに微細化されることにより電気特性と機械特性を高い次元で両立させる可能
性もあり，今後は，金属材料なども含めた異種材料の積層，複合化，他の機能性材料への適用の可能性か
ら，セラミックス産業や電子デバイス研究のブレークスルーになると考えられています． 

 

 高速焼結技術（2）では，従来の材料製造プロセスの常識を覆す外部からの加熱がない究極のプロセスと
してまとめました．この分野で調査，企画，研究開発，製造，応用などを目指される方に本書を活用いた
だければ幸いです． 
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